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Module for Microchip PIC in TQFP80

Milan Horkel, Jakub Kakona

Modul PIC18F8xTQ8001A je uréen pro praci s procesory PIC rady
PIC18F v pouzdru TQFP s 80 vyvody.

1. Technical paremeters

Parameter

Value

Note

Napijeni

+2.0V az +5.5V

Dle procesoru a rychlosti

Current consumption

under 50mA

Dle rychlosti, bez zatizeni
vystupl

Nékteré podporované procesory

PIC18F8525 PIC18F8621
PIC18F8520 PIC18F8620
PIC18F8720 PIC18F8585
PIC18F8680

Procesory fady PIC18F
v pouzdru TQFP80

Rozméry

61 x92x 15 mm

Vyska nad zékladni deskou
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2. Popis konstrukce

2.1. Uvodem

Modul obsahuje procesor v pouzdru TQFP80, konektor pro pfipojeni programatoru, krystal pro

hlavni oscilator a krystal pro RTC oscilator (32768Hz), tlacitko reset a voln€ pouzitelné odpory a

kondenzatory.

2.2. Zapojeni modulu

Zapojeni je velmi jednoduché. Konektor J101+J102 je napajeci a dioda D1 je ochrannd proti opacné

polarit€ napajeciho napéti (pfedpoklada se, Ze zdroj ma rozumné omezeni proudu a Ze v pripade

chyby diodu neznici, nebo alespoii nedojde ke zni¢eni procesoru). Hlavni krystal je osazen v patici,

pomocny krystal se pfipojuje pomoci propojek J104 a J105. Konektor J103 slouzi pro ptipojeni
programatoru. Na modulu jsou osazeny rezervni odpory 10kQ a kondenzéatory 10nF k volnému

pouZziti.
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2.3. Mechanicka konstrukce

Modul je ve standardnim provedeni jako ostatni moduly stavebnice. V rozich desky jsou rohové

sloupky M3 vysky Smm pro pfipevnéni modulu k zakladni desce.
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3. Osazeni a oziveni

3.1. Osazeni

K osazeni procesoru je prakticky nezbytné pouzit mikropajky a kvalitu pajeni je vhodné

zkontrolovat pod lupou. Diikladné kontrola pted pfipojenim se urcité vyplati.
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Reference Value Reference Value
Resistors Mechanical parts
R2 100 SW1 P-B1720
R1,R5,R6,R7 10k PIC ISP
J103 -
Capacitors (JUMP6)
J106+J108+J110,
co.L7 22pF JT107+J109+J111, JUMP3
C8.C9 33pF J112+J114+J116,
’ JUI3+I115+7117
C10,C11,C12 10nF
J104+J105 JUMP2X1
C1,C2,C3,C4,C5 100nF
J101+J102 JUMP2X3
Diodes
J1 120, J21
D1 1N4004
Construction parts
CPU
4 e Screws M3x12,
Ul PIC P cilinder head
C’/ystals 8 pC NutS M3
X1 6.0MHz
X2 32768Hz
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